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摘要(译)

一种系统包括可植入传感器组件。可植入传感器组件包括壳体。所述壳
体包括：基底层，包括内表面和外表面;以及盖层，其中所述基底层和所
述盖层结合以形成封闭腔，所述封闭腔至少部分地包围所述腔内的所述
基底层的内表面。并且其中基底层和盖层都由绝缘材料形成。可植入传
感器组件还包括设置在壳体的腔内的一个或多个电子部件，以及设置在
基板层的外表面上并通过延伸穿过的一个或多个电连接电耦合到一个或
多个电子部件的一个或多个探针。住房。
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